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(57) L'invention concerne un svsteme DOur un transfert sans 
contact d'informations entre une cane IC et un dispositif de 
Iecture/ecriture de cartes. 

Ce systeme est caract6nse en ce qu i) comprend une pre- 
miere pastille de circuits integres 21 sur la carte IC 20 et 
comportant un circuit logique 23. au moins une premiere 
bobine 6teciromagnetiquement tnductnce 24 pour effectuer un 
transfert 6lectromagnetique' d'informations et des moyens pour 
relier ladite premiere bobine audit circuit logique de carte: une 
seconde pastille 27 sur le dispositif de lecture/6criture 26 et 
comprenant au moms une seconde bobine 6lectromagn6tique- 
ment inductive 30 pour effectuer un transfert electromagne- 
tique d'informations a et'depuis ladite premiere bobme 24: des 
moyens d'alimentation en 6nergie disposes au moins partielle- 
ment sur ladite cane IC pour fourntr de I'energie a ladite 
premiere pastille 21. 

L'invention est utilisabie dans le domaine de carte de credit 
et analogue. 
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La presente invention concerne generalement une 
carte a circuits integres (IC) du type sans contact et 
plus particulierement un systeme pour transferer une 
information entre une telle carte IC et ur. dispositif de 
lec ture/ecri ture de cartes du type sans contact. 

Une carte de credit ou carte de paiement en 
liquide ou analogue peut comprendre une carte de circuits 
integres (IC) du type sans contact, qui, comme cela est 
bier, connu dans la technique, permet d'effectuer le 
transfert d'^jne transformation entre elle-meme et un 
milieu de stockage d * information exteme au moyen d'\an 
disDcsitif tel qu'un dispositif de lec ture.'ecri ture de 
cartes sans cu'il soit necessaire d'eratlir ur. contact 
electrique avec ce dispositif (par exeriple au rioyen 
c ' el ec t ro des , de fiches, etc,.. )• 

Une carte IC convent ionne lie du ~ype sans 
contact 10 (figures et 8) comprend generalement une 
plaquette de circuits imprimes 11 sur laquelle est montee 
une puce IC 12 pour commander 1 'operation de la carte (y 
compris le stockage des donnees). Egalemenr prevu sur la 
placuette de circuits imprimes 11 est 'j:r.e bobine 
electro-magnet icue 13 pour fournir la puissance electri- 
que a la pastille IC 12 a partir d'une source de puis- 
sance exteme, et une bobine electromagne tique 14 pour 
effectuer la transmission et la reception des donnees 
entre la pastille IC 12 et le dispositif de 
lec ture /ecri ture de cartes 15 du type sans contact d*un 
milieu de stockage d ' informations exteme (non 
represents ). La pastille IC 12 et les bobines electro- 
magne tiques 13, 14 ensemble avec la placuette de circuits 
imprimes 11 sont enfermees dans un bottler de protection 
(ou corps de carte) 15 realise en un materiau de resine 
dielectrique ou analogue. 
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Un dispositif de lec ture/ecriture 15 du type 
sans contact, convent ionne 1 (figure 8) est congu pour 
recevoir une carte IC du type sans contact et comprend 
une plaquette de circuits imprimes 17 qui possede deux 
5 bobines elect romagnetiques 18, 19 qui sont prevues sur 
celle-ci pour respect ivement fournir la puissance 
electrique a partir d*une source externe (non 
representee) et pour effectuer la transmission/reception 
des donnees. Lorsqu'une carte IC est correc tement 

10 inserree dans le dispositif de lecture/ecriture, ces 
bobines 18, 19 correspondent aux bobines 
electromagnet iques 13, 14 de la carte IC 10 et se 
trouvent sensiblement en face de ces bobines. 

Lors du f onct ionnement , le dispositif de 

15 lec ture/eori t\ire de carte 15 et la carte IC 10 sont 

correc tement alignes l*un par rapport a 1* autre, comme 
cela ressort de la figure 8- Les bobines de la carte IC 
10 presentent la meme configuration en spirale que les 
bobines du dispositif de lecture/ecriture de cartes 15 si 

20 bien que, lorsque la carte IC est introduite et retenue 
dans le dispositif de lecture/ecriture de carte, les 
centres des bobines 13, 14 de la carte IC sont 
respec tiverr.ent situes sensiblement en face des centres 
des bobines 18, 19 du dispositif de lecture/ecriture de 

25 cartes, Un courant alternatif s'ecoule depuis la source 
externe a la bobine electromagnet ique d • alimentation en 
puissance ou energie 13 du dispositif de lecture/ecriture 
15 et, ainsi, est induit dans la bobine electromagnet ique 
13 de la carte IC 10. Ce courant alternatif induit est 

30 convert! en un courant continu par un circuit redresseur 
a ondes completes ou un circuit de pont a diodes (non 
represente) dans la pastille IC 12 pour fournir de la 
puissance electrique a une source de puissance dans la 
pastille. Lorsque la pastille IC 12 est ainsi alimentee 

35 en energie, le transfert des donnees peut etre execute 
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entre la carte IC 10 et le dispositif de Iecture/ecriture 
15 etant donns que la bobine electromagnetique 12 de 
transmission/reception de donnees du dispositif de 
Iecture/ecriture de cartes et la bobine electromagnetique 
14 de la carte IC sont elec t romagnetiquement reliees 
I'une a 1' autre. 

De facon generale, la grandeur d'une force 
electromotrice induite qui est engendree dans une bobine 
a couplage electromagnetique est proportionnelle au 
nombre de spires de la bobine et de la longueur en 
spirale de la bobine. Ainsi pour obtenir un transfert de 
donnees et d'energie hautement efficace et fiable entre 
la carte IC et le dispositif de Iecture/ecriture, il est 
souhai table de maximaliser le nombre de spires et/ou la 
longueur er. spirale totale des bobines electromagne tiques 
des deux, c'est-a-dire de la carte IC et du dispositif de 
Iecture/ecriture ce cartes. 

Cenendant etant donne que le bobines electroma- 
gne tiques a la fois des cartes IC conventionnelles et des 
disoositifs de Iecture/ecriture de cartes classiques sont 
formees par attaque d'une feuille de cuivre qui est 
pourvu sur la surface des plaquettes de circuits imprimes 
(et presente une epaisseur d' approximativement 18-35 
microns), la largeur des enroulements de bobines et des 
inter'/alles entre des enroulements adjacents sont toutes 
les deux limitees par la precision de la technique de 
1' attaque. Par consequent, dans des cartes IC de 
plaquettes de circuits imprimes conventionnels et dans 
des dispositif s de iecture/ecriture de carte 
conventionnels, il a seulement ete possible de limiter 
les largeurs des enroulements et des intervalles entre 
des enroulements a approximat ivement 50-150 microns. 

Ceci a pour consequence, que des tentatives de 
produire des cartes IC qui sont capables d'un transfert 
hautement fiable et efficace de donnees et de I'energie 
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ou puissance ont ete genees par le fait que les bobines 
electromagnetiques obtenues par attaque doivent etre 
physiquement Impcrtantes en taille, ce qui augmente la 
taille totaie de la carte. En effet, pour obtenir la 
fiabilite ez I'efficacite souhaitees, des bobines 
typiques obtenues par attaque, presentent un diametre 
d'environ 2,54 cm. De plus, etant donne qu'une plaquette 
de circuits imprimes large est demandee pour le montage 
sur celle-ci de larges bobines electromagnetiques, la 
carte IC conventionnelle est sensible aux efforts de 
flexion et de rupture- En outre, etant donne que la 
castille IC est montee sur la carte de circuits imprimes, 
I'eoaisseur de la carte IC conventionnelle est egalement 
imocrtante ( de I'ordre de plusieurs millimetres). 

La oresente invention a pour objectif primaire 
de proposer une carte IC du type sans contacts qui est 
ccrr.nacte et mince. 

Un autre objectif de 1 * invention est de 
proposer une telle carte IC du type sans contacts qui 
comporte un circuit logique pour commander ou controler 
ies fonctions de *la carte et des bobines 
electromagnetiques miniaturisees pour assurer une 
transmission/reception de donnees hautement efficace 
entre un dispositif de lec ture/ecriture et la carte IC. 

Un autre objectif de la presente invention est 
de proposer une telle carte du type sans contacts qui 
presente un nombre minimal de parties et, de ce fait, 
peut etre produite facilement et a un faible coux. 

Pour atteindre ces objectif s, selon 1' invention 
on propose une carte IC et un systeme comprenant la carte 
IC pour un transfert sans contact d * Informations entre la 
carte IC et un dispositif de lecture/ecriture de carte. 
La carte IC comporte une premiere pastille de circuits 
integres comprenant un circuit logique de carte pour 
controler ou commander le f one tionnement de la carte et 
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des moyens de transfsrt d * information de carte comportant 
au moins une premiere bobine electromagnetiquement 
inductrice pour realiser un transfert electromagnetique 
d' informations entre la carte et le dispositif de 
lecture/ecri ture . Des moyens sont prevus pour relier la 
premiere bobine au circuit logique de carte. Du cote de 
systeme de 1* invention, le dispositif de lec ture/ecri ture 
compcrte une seconde pastille de circuit integre 
comprenant des moyens de transfert d* information de 
dispositif lec ture/ecriture ayant au moins une seconde 
bobine electromagnetiquement inductrice pour assurer un 
transfert 4 lectrom.agne tique d ' informations vers et depuis 
la prer.iere bctine de la carte IC . Des moyens 
d * al i.T.en tat ion en er.ergie sont disposes au moins en 
cartie s'sr la carte IC pour fournir de 1 * energie a la 
premiere pastille de circuit imprimes, 

1 * invention sera mieux comprise, et d'autres 
buts, carac teristiques , details et avantages de celle-ci 
apparaitrcnt plus clairement au cours de la description 
explicative qui va suivre faite en reference aux dessins 
schematiques annexes dcnnes uniquement a titre d'exemple 
illustrant plusieurs modes de realisation de 1 ' invention , 
et dans lesquels : 

- la figure 1 est une vue de dessus d'un 
premier mode de realisation d'une carte IC du type sans 
contact selon 1* invention, ou une partie du bottier de 
protection est enlevee ; 

- la figure 2 est une vue en coupe de la carte 
IC de la figure 1 et d'un dipositif de lec ture/ecri ture 
de carte ; 

- la figure 3 est une vue de dessus similaire a 
la figure 1 et illustre un second mode de realisation de 
la presente invention ; 

- la figure 4 est une vue en coupe selon la 
ligne 4-4 de la figure 3 ; 
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- la figure 5 esr une vue de dessus similaire a 
la figure 1 et montre un troisierre mode de realisation de 
la presente invention ; 

_ la figure 5 est une vue en coupe le long de 
la ligne 6-6 de la figure 5 ; 

- la figure 7 est une vue de dessus similaire a 
la figure 1 et mcntre ^^ne carte IC conventionnelle du 
type sans contacts : et 

_ la figure S est une vue en coupe de la carte 
le . conventionnelle ce la figure 7 et d'un dispositif 
conventionnel de lecture/ecriture de carte. 

Eien que 1 ' invention soit decrite a 1 ' aide de 
certains modes de realisation preferes, il est entendu 
cue cela n*est pa? fait cans 1' intention de limiter 
1* invention a ces -ties carticuliers de realisation. Au 
ccntraire. 1* invention couvre toutes les alternatives, 
modifications et ecuivalents qui s ' incrivent dans 
I'esnrit et la pcrtee de 1' invention telle que definie 
car les r eve n die at ions • 

En se referant aux figures, il est a noter que 
Tes oastilles IC illustrees et leurs bobines associees 
sent representees a une echelle plus large que leur 
taille actuelle pour ces raisons de la clarete de la 
recresentaticn. En se referant d'abord a la figure 1, 
celle-ci montre un T.ode de realisation d'une carte IC 20 
du type sans contact et qui possede une pastille IC 21 
enfermee dans un bcitier 22 realise en une resine 
dielectique ou analogue. La pastille IC 21 peut avoir une 
structure CMOS ( cu tout autre structure souhai table) et 
comprend un circuit logique de carte 23 d*une conception 
de circuits integres bien connue pour commander et 
contrcler les f ©notions de la carte IC. Bien que cela ne 
soit pas represents, le circuit logique 23 comprend un 
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circuit redresseur comporT^r 
sont fcrrr.ees par emplci, 
Bi-CMGS. 

Selon un aspecr Lz 
invention, la pastille IC Z: 
de transfert d ' information : 
premiere bobine elec tro-arr^ 
des dispositifs de transr.isi 
tels cue des anplif icateurs 
representes , pour effeotutr 
tique d * informations vers 
second e bobine elsctroTa ^ " 
effec*"i:er un transfert eler" 
cart 3 XC , La orecision g'et" 
dans des motifs de fils ccr. : 
de fabrication de circuits : 
precision d'attaque sur des 
imprintes d* environ deux or±: 
(i^o c; circuits inte^res a v sn ~ 
particulier, des rr.otifs de t 
25; oeuvent etre realises : 
fils — et des largeurs d'ir 
adjacent?. — de I'ordre de : 
consequent, en raison de la 
augr?»entee de concentrer les 
pastilZ^e IC 21 necessite se*- 
centimetre carre en grandeu: 
seulement environ un millini 
transfert hautement fiable r 
energie entre la carte IC e- 
lecture/ecri ture de carte, ^ 
discute plus haut , des carT= 
imprirr.es conventionnelles er 
elles seules oeuvent avoir \ 



T les diodes ou analogue qui 
TT.e=n:le, d*un precede 

zzrzBT.z de la presente 

:c~rend en outre des moyens 
~ car'e qui comprennent une 
Tir-e-ent inductrice 24 et 
i:n de signaux bien connus, 
liscriTiinateurs (non 
-jn -Transfert electromagne- 
lepuis la carte IC, et une 
ir-e-ent inductrice 25 pour 
rrrarneticue d* energie a la 
ar^e qui peut etre atteinte 
-rTeurs avec la technologic 
--erres est superieure a la 
plarue'Ttes de circuits 
~s te grandeurs, Ainsi dans 
sr.e structure CMOS, en 
ils '.tels que des bobines 24, 
cresentent des largeurs de 
Trrralles entre fils 
. r - Z , 5 microns. Par 
crssibilite gran dement 
HTires des bobines 24, 25, la 
lerer." approximat ivement un 

~z a une epaisseur de 
Tre pour permettre un 

- afficace d • informations et 
"jr. dlspositif exterieur de 

ar centre, comme cela a ete 
s IZ a plaquettes de circuits 
z^renr des bobines qui, a 

- iia:3etre de I'ordre de 2,54 
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centimetres pour que I'on puisse obtenir un transfert 
d' information et d'energie d'une fiabilite et d'une 
efficacite sensiblement equivalentes. 

De plus, 1 ' integration du circuit logique 23 et 
des bobines inductrices 24, 25 a une pastille IC 21 
exclut la necessite d'une plaquette de circuits imprimis. 
Ainsi, la taille globale de la carte IC 20 peut etre 
beaucoup plus faible. En particulier, etant donne que 
I'epaisseur de la carte est determinee en premier lieu 
par I'epaisseur de la pastille IC 21 combinee avec le 
boitier dielectrique 22, elle peut €tre sensiblement plus 
mince qu'une carte IC conventionne lie a plaquette a 

circuits imp rimes. 

Typiquement des circuits integres comprennent 
une pluralite de couches superposees qui sont formees 
selon des techniques de fabrication conventionnelles. Ces 
techniques comprennent typiquement le depot de connexions 
metallisees. par depot (par exemple par vaporisation) 
d'une mince couche metallique sur un substrat 
serr.i-conducteur tel que du silicium, ensuite par attaque 
de la couche metallisee pcur former des motifs desires. 
Selon la presente invention les bobines inductrices sont 
constituees d'une ou plusieurs couches metalliques 
interoonectees qui sont deposees sur le substrat 
semi-conducteur en meme temps que le motif metallique 
associe au circuit logique 23. 

Le mode de realisation de la carte IC 20 
represents aux figures 1 et 2 comporte une paire de 
bobines inductives 24, 25 comprenant des portions 
d'enroulement metallique (24a et 25a, respectivement ) 
dont chacune presente une forme en spirale planare et est 
formee dans une couche superieure de la pluralite de 
couches d'enroulement superposees de la pastille IC 21. 
Les bobines inductives comprennent en outre des moyens 
pour etablir une liaison au circuit logique 23. 
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Specif iquement , les extremites externes 24b, 25b des 
portions d • enroulement en spirale plsmares 24a, 25a sent 
reliees directement au circuit logique 23 tandis que les 
portions centrales 24c, 25c des spirales sont reliees au 
5 circuit logique par 1 ' intermediaire de conducteurs 24d, 
25d s'etendant a travers une couche de la pastille IC 21 
qui se trouve en dessous de la couche dans laquelle sont 
presentes les bobines. 

Le dispositir de lec ture/ecriture de carte 26 

10 comprend de fa^on similaire une partie IC 27 enfermee 

dans un corps 28 en un materiau dielectrique ou analogue, 
et la pastille IC 27 possede ur. circuit logique 29 qui 
est relie a une paire de bobines 30, 31 
electronagneticus.T.ent inductives et a un milieu de 

15 stockage d * informations externe (non represente). Ainsi, 
la pastille IC 27 presente une configuration sensiblement 
siT.ilaire a celle de la pastille 21 dans la carte IC 20, 
avec les deux bobines inductives 30, 31 du dispositif de 
lecture /ecriture disposees de facon a etre indue tivement 

20 interactive avec ies bobines respectives 24, 25 de la 
carte IG Icrsque la carte est introduite dans le 
dispositif de lec ture/ecri ture . 

le f onctionnement du systeme de transfert 
d* informations de la figure 2, qui comprend la carte IC 

25 20 et le dispositif de lec ture /ecriture 26, est en 
principe le meme que le f onctionnement du systeme 
conventionnel selon la figure 8, bien que pour des 
raisons qui ont ete discutees plus haut le systeme 
conventionnel est moins fiable et moins efficace. En 

30 reponse a 1 * introduction de la carte IC 20 dans le 

dispositif de lec ture/ecriture de carte 26, les bobines 
24, 25 de la carte IC s'alignent avec les bobines 
respectives 30, 31 du dispositif de lec ture/ecriture de 
taqon que le transfert des informations et de I'energie 

35 puisse se produire par voie d* inductance electromagne- 



262 1147 

10 

tique. Le circuit logique de lec ture/ecriture 29 permet 
1 ' ecoulement d ' un courant alternatif a travers la bobine 

alimentation en puissance 31, en permettant 1* induction 
d'une force e 1 ec t romot r ice dans la bobine inductive 25 de 
5 la carte IC. Le courant alternatif induit dsins la bobine 
25 est converti en un courant continu au moyen d'un 
circuit redresseur (non represents ) pour fournir de 
I'energie au circuit logique 23 de la carte IC, 

Par consequent le transfert d' informations est 

10 rendu possible entre la carte IC et le milieu de stockage 
d* informations externe, par 1 • inte rmediaire des bobines 
inductives 24,30 (et sous la commande des circuits 
iosiques 23, 29) de la carte IC et du dispositif de 
lecture/ecriture de carte. La carte IC regoit 

1=^- 1 • information Icrsque le circuit logique 29 du dispositif 
de lecture/ecriture amene un signal d * information 
alternatif a s*ecouler a travers sa bobine inductrice 
interconnec tee 30 pour 1* induction dans la bobine 24 
correspondante de la carte IC. Ainsi des donnees sont 

20 fournies au circuit logique 23 et peuvent etre inscrites 
dans la memoire de la carte IC conformement aux 
procedures bien connues. ' Inversement , la carte IC 
transmet des informations au dispositif de 

lecture/ecriture (et au milieu de stockage d» informations 
25 externe), Icrsque le circuit logique 23 occasionne 
l»ecoulement d»un signal d ' information d'un courant 
alternatif a travers la bobine interconnec tee pour 
1' induction dans la bobine 30 correspondante du 
dispositif de lecture/ecriture. 
30 Eien que, comme dans le mode de realisation 

decrit plus haut , a la fois les bobings 

electromagnetiques 25, 31 d ' alimentation en puissance et 
les bobines 24, 30 de transmission/reception de donnees 
peuvent etre formees dans des couches de fils des 
35 pastilles IC respectives 21, 27 de la carte IC et du 
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dispositif de lecture/ecri ture , les bobines 
d' alimentation en puissance 25, 31 ne sont pas 
necessaires quand la carte IC comporte une batterie 
miniaturises comme source d'energie de puissance* 

Comme cela a ete decrit ci-avant, en raison de 
la configuration multicouche de la pastille IC, il est 
possible de former au moins une des bobines inductrices 
dans la pastille de fagon qu'elle comprenne deux ou 
plusieurs portions d* enroulement en spirale planares 
interconnec tees • 

En se referant maintenant aux figures 3 et 4, 
un second node de realisation d'une carte IC 40 (ou un 
dispositif de lecture /ecri ture de cartes — non 
recresente) selcn la presente invention est illustre, qui 
comprend une pastille IC 41 lege dans un corps protecteur 
42 en une resine dielectrique ou analogue. La pastille IC 
comprend un circuit logique 43 ( concu pour fonctionner 
essentiellener.t de la meme maniere que le circuit logique 
23 du mode de realisation selon la figure 1) qui est 
interconnecte a au r.oins une bcbine elect romagnetiquement 
inductrice ^4 pour transferer des informations a et 
depuis un milieu de stockage de donnees externes (non 
representees). Une seconde bobine peut etre prevue pour 
le transfert de 1 ' energie entre la carte IC et une source 
d'enersie externe, si cela est souhaite. 

La bobine 44 comprend deux portions 
d * enroulement en spirale planar (44a et 44b) qui sont 
situees dans deux couches de fils distinctes de la 
pastille IC 41 et sont conformees pour etre 
essentiellement superposees I'une a 1' autre. Ces deux 
portions d ' enroulement planar 44a, 44b sont reliees I'une 
a 1» autre par 1 ' intermediaire d'un element conducteur 
central 45 qui s'etend entre les couches de fils 
distinctes dans lesquelles se trouvent les portions en 
spirale. Dans le mode de realisation represente, la 
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portion d * enroulemen t planar superieure 44a va en spirale 
vers I'interieur dans la direction des aiguilles d'une 
montre tandis que 1' autre portion d * enroulement planar 
44b va en spirale vers I'exterieur dans le sens des 
aiguilles d'une montre ( c ' est-a-dire les deux portions 
planars presentent le meme sens d * enroulemen t du point de 
vue d' induction) • Ainsi , les deux enroulements lorsqu'ils 
sent relies a ieur centre au moyen de l*element 
conducteur central 45 se combine pour former 
ef fectivement ^une bobine 44 avec le double nombre de 
spires et, de ce fait, presente des proprietes inductives 
considerablement accrues. Ainsi , la bobine 44 peut 
indue t ivement transmettre et recevoir des donnees avec 
une fiabilite et efficacite amme lior ees . 

On comprend que la bobine de 
transmission/reception" de donnees 44 peut comprendre 
trois ou plusieurs couches d* enroulement planare, 
interconnec tees a leurs bouts par une pluralites 
d'elements conaucteurs centraux (tel que 1 'element 45). 
Ainsi quand les portions d ' enroulement adjacentes 
presentent le meme sens d * enroulement inductif, la bobine 
44 sera en mesure de transmettre et recevoir des 
informations a une fiabilite et efficacite encore 
accrues, Supplemen tai rement , bien que le mode de 
realisation de carte IC selon les figures 3 et 4 a une 
structure ou pratiquement les deux portions d • enroulement 
planar en spirale 44a, 44b sont superposees I'une a 
1 'autre, il est a noter qu*un arrangement alternatif est 
possible dans lequel certaines portions seulement des 
portions d ' enroulemen t planar en spirale sont 
superposees. 

Une bobine d' alimentation en energie (telle que 
la bobine 25 de la figure 1) peut comprendre une 
configuration multicouche similaire a celle de la bobine 
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ds transmission/ reception de donnees 44 de la figure 3 
et, de ce fait, peut presenter egalement une fiabilite et 
efficacite ameliorees • 

Un troisieme mode de realisation de la presente 
invention est represents aux figures 5 et 6. Comme pour 
les autres modes de realisation, une carte IC 50 ou un 
dispositif de lee ture/ecri ture (non represente) comprend 
une pastille IC 51 logee dans un corps de protection 52 
en une resine dielectrique ou analogue. La pastille IC 51 
comprend un circuit logique 53 pour commander ou 
contrcler le f cnct ionnernent de la carte (ou du dispositif 
1 ec ture /ecri ture ) et une bobine indue trice 54 pour 
effsctuer la transmission et la reception des donnees. En 
raison de la configuration multicouche de la pastille IC 
51, une parrie ou 1* ensemble de la portion d * enroulement 
planar de la bobine 5^ peut etre obtenue au circuit 

logioue E3. Ainsi le degre d * integration de la pastille 
IC 51 est encore plus ameliore si bien qu*une carte IC 
plus compacte puisse etre obtenue. Bien qu'une pastille 
IC ayant seulement 'une bobine de transmission/reception 
de donnees soit mcntree aux figures 5 et 6, il est a 
noter qu'une bobine qui fournit de I'energie peut 
eealement etre prevue en etant superposee au circuit 
Ic gique . 

De plus, il est a constater que des bobines 
inductrices ayant des configurations d'une quelconque des 
trois modes de realisation peuvent etre utilisees I'une 
avec 1* autre pour le transfert de I'energie ou de 
donnees. Ainsi, par exemple une carte IC ayant une bobine 
planare de transmission/reception de donnees (telles que 
celles decrites dans le mode de realisation selon les 
figures 1 et 2) sera compatible avec un dispositif de 
lecture /ecriture de carte ayant une bobine de 
transmission/reception de donnees a plusieurs niveaux 
(telles que celles decrites dans le mode de realisation 
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selon les figures 3 et 4), a condition que les bobines 
respectives soient alignees de fagon appropriee 1 ' une 
avec 1 'autre et presentent des sens d' enroulement 
corrects pour un transfert inductif des informations. 

Comne cela ressort de la description detaillee 
orecedente, cette invention procure une carte IC du type 
sans contact, anrielicre qui est sensiblement plus mince et 
plus compacte que des cartes IC conventionnelles a 
plaquettes de circuits imprimes. La carte IC amelioree 
comprend un circuit logique pour commander ou controler 
le? fonct-Lon^T de la carte et des bobines 

elecrro-naenet icues pour 1 * alimentation en puissance et la 
trcir.sr:i ssior. ^r ecepticr. des donnees, integrees a la 
nastille IC, en excluant ainsi la necessite d'une 
placuette de circuits imprimes. En outre un systeme 
'jtilisart 1 r- resent e invention, sera en mesure d* assurer 
tir.e tr "n?r:i ss ion/ reception de donnees et une alimentation 
en ener^ie entre une carte IC et un dis posit if de 
1 ec ture/ecri ture de cartes, qui sont hautement efficaces 
et fiables. Ce systeme ne necessitera pas de plaquettes 
de circuits imprimes ou analogues et, de ce fait, pourra 
etre fabrique relativement facilement et a un faible 
cout . 
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R E V E N D I CATIONS 



1, Systeme pour un transfert sans contact 
d' informations entre une carte IC et un dispositiT de 
lecture/ecri t-jre de carte, caracterise en ce qu'il 
coxprend : 

une premiere pastille de circuits integres (21, 
41, 51) sur la carte IC (20, 40, 50) et comportant un 
circuit logique de carte (23, 43, 53) pour commander ou 
controler le f onctionnement de ladite carte, des moyens 
de transfert d * informations sur la pastille de circuits 
integres comportant au moins une premiere bobine 
electromagnetiquement inductrice (24, 44, 54) pour 
effectuer un transfert electromagnetique d' informations 
et des moyens pour relier ladite premiere bobine audit 
circuit logique de carte ; 

une seconde pastille de circuits integres (27) 
sur le dispositif de lec ture/ecri ture (26) et comprenant 
des moyens de transfert d ' informations de dispositif 
lec ture/ecri ture ayant au moins une seconde bobine 
electromagnetiquement inductrice (30) pour effectuer ton 
transfert electromagnetique d * informations a et depuis 
ladite premiere bobine (24, 44, 54) de ladite carte IC 
(20, 40, 50) ; 

des moyens d' alimentation en energie disposes 
au moins partiellement sur ladite carte IC pour fournir 
de 1' energie ou de la puissance a ladite premiere 
pastille de circuits integres (21, 41, 51). 

2, Systeme selon la revendicat ion 1, 
caracterise en ce qu*au moins 1 ' une des pastilles a 
circuits integres (21, 41, 51) presente une structure du 
type CMOS. 

3, Systeme selon la revendicat ion 1, 
caracterise en ce qu'au moins une des bobines precitees 
presente une configuration planar en spirale. 
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4, Systeme selon la revendicat ion 1, 
caracterise en ce qu'au moins une des pastilles de 
circuits integres presente une pluralite de couches 
distinctes et sa bobine correspondante comprend une 
pluralite d ' enroulements de bobine formes dans lesdites 
couches distinctes et electriquement reliees 1 ' une a 

1' autre de facon a augmenter 1* inductance 
elec tromagnetique de ladite bobine. 

5, Systeme selon la revendication 4, 
caracterise en ce que ladite pluralite d* enroulements de 
bobine est disposee en alignement axial et est 
electriquement reliee en serie. 

6, Systeme selon la revendication 5, 
caracterise en ce que des enroulements de bobine 
adjacents presentent le meme sens d * enroulement inductif. 

Systeme selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la seconde pastille de circuits 
integres precitee comprend en outre un circuit logique de 
lecture /ecri ture pour commander le transfert 
d ' inf ormat ion entre les premiere et seconde bobines 
precitees et des moyens pour relier le circuit logique de 
lec ture/ecri ture a ladite seconde bobine. 

S. Systeme selon la revendication 1, 
caracterise en ce que ladite premiere bobine est formee 
de facon a ce qu' au moins une partie de celle-ci soit 
superposee a son circuit logique respectif. 

9. Systeme selon la revendication 1, 
caracterise en ce que les moyens d* alimentation en 
energie comprennent : 

une troisieme bobine dans ladite premiere 
pastille de circuits integres, qui e&t reliee au circuit 
logique de carte precite pour fournir de 1 'energie a 
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une quatrieme bobine dans la seconde pastille 
de circuits integres qui est conformee de fagon a 
effectuer un transfert elec tromagnetique d'energie a 
ladite troisieme bobine. 

10, Systeme selon la revendication 9, 
caracterise en ce qu'au moins une des bobines precitees 
presente une configuration planare en spirale. 

11. Systeme selon la revendication 9, 
caracterise en ce qu'au moins une des pastilles de 
circuits integres precitees comporte une pluralite de 
couches distinctes et au moins une de ses bobines 
ccrrespondantes comprend une pluralite d' enroulements de 
bobine formes dans lesdites couches distinctes et 

elec triquement reliees l*une a 1* autre de fagon a 
augnenter 1* inductance elec tromagnetique de ladite 
bobine . 

12 • Systeme selon la revendication 11, 
caracterise en ce que la pluralite precitee 
d • enroulements de bobine est disposee en alignement axial 
et est elec tri quener.t connectee en serie, 

13. Systeme selon la revendication 12, 
caracterise en ce que les enroulements de bobine 
ad.iacents presentent le meme sens d ' enroulement inductif. 

14. Systeme selon la revendication 1, 
caracterise en ce que chacune des pastilles de circuits 
integres precitees comprend un substrat semi-conducteur 
ayant une pluralite de couches distinctes et la bobine 
associee est un motif metallise forme sur au moins une 
couche dudit substrat semiconducteur . 

15. Systeme pour un transfert sans contact 
d' informations entre une carte IC et un dispositif de 
lecture/ecri ture de carte, caracterise en ce qu'il 
comprend : 
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une premiere pastille de circuits integres sur 
la carte IC et comprenant un circuit logique de carte 
pour commander ou contrcler le f one tionnement de ladite 
carte, des moyens de transfert d * informations de carte 
5 sur la premiere pastille de circuits integres comportant 
une prexiere bcbine elec tromagnetiquement inductrice pour 
effectuer un transfert electromagnetique d ' information , 
une seconde bobine electromagnetiquement inductrice et 
des moyens cour relier lesdites bobines audit circuit 
10 logioue de carte ; et 

une seconde pastille de circuits integres sur 
le disocsitif de 1 ec ture / ecri ture et comprenant des 
rroyen^ de trar:sfert d * inf ormat ions de dispositifs 
1 ec ture/ ecri ture , comportant une troisieme bobine 
15 electromagnetiquement inductrice pour effectuer -un 

transfert electromagnetique d ' informations • a et depuis 
ladite cremiere bcbine de ladite carte IC et une 
quatrieme bobine electromagnetiquement inductrice qui est 
conformee pour effectuer un transfert electromagnetique 
20 d* er.ergie a ladite seconde bobine de ladite carte IC. 

16, Carte IC pour un transfert sans contact 
d* information, avec un dispositif de lec ture/ecri ture de 
cartes, caracterisee en ce qu'elle comprend : 

une pastille de circuits integres ayant un 
25 circuit logique pour commander ou controler le 

fonc tionnement de ladite carte, des moyens de transfert 
d' informations sur la pastille de circuits integres 
comprenant une premiere bobine electromagnetiquement 
inductrice pour effectuer un transfert electromagnetique 
30 d« information avec ledit dispositif de lectrue/ecri ture 

de carte et des moyens pour relier ladite premiere bobine 
audit circuit logique ; et 

des moyens d' alimentation en energie places au 
moins partiellement sur ladite carte IC pour foumir de 
35 la puissance a ladite pastille de circuits integres. 
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17. Carte IC selon la revendicat ion 16, 
caracterise en ce que la pastille de circuits integres 
presente une structure du type CMOS. 

18. Carte IC selon la revendication 16, 
caracterisee en ce que la pastille de circuits integres 
coniprend un substrat semi-conducteur ayant une pluralite 
de couches distinctes et la bobine precitee est un motif 
metallise forme sur au moins une couche dudit substrat 
semi conducteur. 

19. Carte IC selon la revendication 18, 
caracterisee en ce que la bobine precitee comprend des 
motifs metallises sur une pluralite de couches qui sont 
electriquer:ent reliees I'une a 1' autre de fagon a 
augmenter 1* inductance elec tromagne tique de ladite 
bobine. 

20. Carte IC selon la revendication 16, 
caracterisee en ce que la bobine precitee est formee de 
facon qu ' au moir.s une portion soit superposee au circuit 
1 o 0 i cu e precite. 

21. Carte IC selon la revendication 16, 
caracterisee en ce que les moyens d' alimentation en 
er.ergie precites comprennent une seconde bobine dans la 
pastille de circuits integres precitee reliee audit 
circuit logique pour recevcir de I'energie du dispositif 
ce lec ture/ecri ture de carte et pour fournir cette 
energie- au circuit logique precite. 
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FIG. I 
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FIG. 3 
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FIG. 5 
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FIG. 7 
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